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(54) 음극선관 패널의 제조방법

요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

음극선관 패널의 제조방법

[도면의 간단한 설명]

제 1 도는 종래의 공정에 따라 음극선관 패널에 형광체 침전후에 형성되는 핀홀의 형성을 보인 도면.

제 2a 도는 종래의 패널에 순수를 입힌 후 관찰되는 수막의 형태를 보인 도면.

제 3 도는 본 발명의 공정에 따라 패널에 순수를 입힌 후 관찰된 수막의 형태를 보인 도면.

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 CRT(Cathode Ray Tube)의 패널(Panel) 제조방법에 관한 것으로, 특히 패널에 형광체 도포시 침
전불량을 개선하도록 한 음극선관 패널의 제조방법에 관한 것이다.

음극선관은 패널과 판넬(Funnel) 그리고 전자총으로 구성되고, 패널은 글래스 밸브와 그 안쪽에 형광체를 
도포하여 전자의 충돌에 의해 발광하도록 한 것이다. 음극선관, 특히 오실로스코우프(Oscilloscope)에 있
어서 음극선관용 글래스 벌브 스크린 내면부에는 형광체를 도포하기에 앞서 스케일 형성 작업을 행하고 
이어서 형광체를 도포한다.

그러나 스케일 형성 후 감광제 약품이 완전 세척이 안되기 때문에 이로 인해서 형광체 도포시 침전이 되
지 않아 제품의 불량을 유발시키고 있다. 

상기의 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 기존 공정라인과 장비를 그대로 사용하면서도 베이킹 
공정을  진행시킴에  의해  형광체  침전  불량이  없도록  하는  음극선관  패널의  제조방법을  제공하는데에 
있다.

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 음극선관 패널의 제조방법에 있어서, 패널 내면에 감광제를 사용
하여 스케일 라인 패턴을 형성하는 단계 ; 건조 및 순수로 패널을 세척하는 단계 ; 고온에서 소정 시간동
안 베이킹하여 오염제거하는 단계 ; 순수세척 후에 형광막을 형성하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 
한다.

본 발명의 공정 단계를 이해하기 위해서 배경설명과 함께 본 발명을 이하에서 보다 상세히 설명한다.

오실로스코우프 음극선관의 패널의 스케일 형성작업에 대해서 살펴보면, 스케일 라인 형성을 위해서 ZnS, 
Cd 레드(Red) 재료를 사용하여 패널 내면에 막을 형성하고 라인 패턴을 위해서 PVA(Polyvinyl alcohol), 
ADC 같은 감광제를 코팅하고, 마스킹하여 노광하고, 메탄올과 순수를 사용해서 현상, 린스하므로서 라인
이 형성된다.

상기 린스후에 건조(Dry) 공정을 진행하고 순수(Deinonized water)로 세척한 후 형광체 슬러리(Slurry)를 
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패널 안쪽에 도포하여 침전시키므로 형광막을 형성한다.

그런데 상기의 보다 상세히 설명된 현재의 공정에서 광학 현미경으로 형광막이 도포된 상태를 면밀히 관
찰하여 보면 부분적으로 핀홀(Pin hole)이 발생하고 있음이 관찰된다.

그 이유는 상기 설명한 공정 중에 있는 것으로서 오일등의 오염물질임 유리패널 표면에 피막을 형성하여 
형광체와 유리와의 부착을 방해하기 때문이고 이러한 오염물질 피막이 형성될 수 있는 공정은 순수와 메
탄올 세척에 따르는 압축공기 건조 공정에 주요 원인이 있는 것이다.

본 발명자의 분석에 따라서 제 1 도의 같이 핀홀의 형상은 형광체 자체가 미도포되면서 나타난 것이며, 
따라서 미도포라는 것은 그속에 오일등의 오염물질이 있는 것이다. 보다 상세히 살펴보면, 첫째 핀홀이 
발생하지 않은 패널, 또는 본 발명의 패널과, 핀홀이 발생한 패널의 내면에 각각 순수를 묻혀 본 결과 핀
홀이 발생하지 않는 패널 내면에서는 제 3 도와 같이 수분이 하나의 넓은 수막(1)을 형성하는데 비하여, 
핀홀이 발생한 패널의 내면에서는 제 2 도와 같이 수막이 여러곳에서 몇개의 작은 수막(2)을 형성하면서 
응집되는 것을 확인 할수 있다. 핀홀이 발생한 패널의 내면은 유리 표면에 오염물질 피막, 특히 오일류가 
존재하여 수분을 여러개의 작은 수막으로 응집시킴을 알 수 있다. 둘째, 순수, 메탄올 세척 공정 후 드라
이 공정을 실시한 제품의 내면에서 얼룩상의 내면 오염이 발생한다.

이상과 같은 내용을 통해 알 수 있듯이 오실로스코우프관 내면에서 핀홀을 발생시키는 원인은 오염물질 
피막에 의해 형광막 미도포 현상으로 이러한 오염물질 피막을 발생시킬 수 있는 공정으로는 순수, 메탄올 
세척 후에 압축공기를 사용하는 드라이 공정이다.

일반적으로 공기 압축 및 운송과정에서는 압축공기와 함께 수분, 오일류, 기타 불순물 입자등이 혼재하면
서 운송되는데, 드라이 과정에서의 에어 스프레이 압력이 높지 않다고 하더라도 이들 오염물질이 완전히 
제거된 상태가 아니므로 패널의 내표면에 오염물질 피막을 발생시킬 수 있다. 특히 오일은 압축공기 및 
수분과 함께 미세한 액상입자로 되어 스프레이 되므로 유리표면에 부착, 피막을 형성하게 된다.

이와 같은 분석으로부터 본 발명에서는 드라이 공정 후에 베이킹(baking)공정을 실시하여 형광체 침전 불
량을 해결하도록 한다. 즉, 베이킹 공정후에 순수로 세척한 후 침전공정을 진행하는 것이다.

이것에 대한 뒷받침되는 결과는 드라이 공정 후 곧바로 형광막 도포 공정을 실시한 패널 내면에서는 핀홀
이 발견되지만 드라이 베어킹 공정을 거친 후 형광막을 도포한 패널내면에서는 핀홀이 발견되지 않는데, 
이는 베이킹 공정의 최대 410℃의 고온에 의해 오일 피막등이 제거되었기 때문이다.

베이킹 공정은 본 발명에서 실시한 예에 다르면 벌브 첨두 온도를 410℃∼430℃로 하고, 바람직하기로는 
400℃에서 10 내지 15분간 유지하여 실시한다. 이것의 중요성은 기존에 설치된 공정라인과 장비를 그대로 
사용하고 장비를 고급화 하지 않아도 되므로 코스트가 불필요하게 상승하는 것을 억제하면서 베이킹 공정
만으로 문제를 해결하게 하는 것이다. 이것에 의해서 패널 내면의 형성된 라인 외의 유리 표면상에 PVA약
품등을 소각하는 효과가 있는 것이다.

상기와 같은 베이킹 공정과 순수 세척을 거친 후 형광체를 도포한다. 밀링(milling) 완료된 안료혼합물을 
준비하여 안료 혼합물 46.5%, PVA는 39.5%, ADC는 14.0%로 하여 슬러리 혼합물을 만들어 형광막을 형성하
는데 사용한다. 여기서, 상기 밀링작업은 순수, Cd, ZnS, 비드(bead) 글래스를 혼합한 후, 비드 글래스 
제거에 의해 이루어져 안료 혼합물을 만든다.

이와 같이 본 발명에 따라서 형광체 도포전에 베이킹 처리 공정을 진행하므로써 핀홀이 없는 형광체 침전
공정을 완료할 수 있게 된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

음극선관 패널의 제조방법에 있어서, 패널 내면에 감광제를 사용하여 스케일 라인 패턴을 형성하는 단계 
; 건조 및 순수로 패널을 세척하는 단계 ; 고온에서 소정시간 동안 베이킹하여 오염제거하는 단계 ; 순수
세척 후에 형광막을 형성하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 음극선관 패널의 제조방법.

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 상기 베이킹하는 단계는 410℃∼430℃에서 10 내지 15 분간 실시됨을 특징으로 하는 
음극선관 패널의 제조방법.

청구항 3 

제 1 항에 있어서, 상기 음극선관은 오실로스코우프를 위한 관인 것을 특징으로 하는 음극선관 패널의 제
조방법.

도면
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